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1 Praambel

Die Halbleiterfertigung ist fur den modernen Fortschritt in allen Branchen von

entscheidender Bedeutung. Steigerung der Effizienz in Geraten wie Smartphones, Computern
und medizinischen Geraten. Es treibt auch Innovationen in den Bereichen Kl, 10T und
Quantencomputing voran. In wirtschaftlicher Hinsicht fordert es die Schaffung von
Arbeitsplatzen und das Wachstum Uber eine komplexe Lieferkette, wahrend Investitionen
technologische Souveranitat und globale Wettbewerbsfahigkeit gewéhrleisten. Im

digitalen Zeitalter treiben Halbleiter Innovationen voran. Konnektivitat und Wohlstand.

Ziel der India Semiconductor Mission ist es, das Land als globalen Halbleiteranbieter zu
etablieren. Die Mission konzentriert sich auf die lokale Produktion, F8D und die Reduzierung
der Importabhangigkeit und férdert Innovationen und fortschrittliche
Beschaftigungsmdglichkeiten. Durch die Verbesserung der Infrastruktur, die Ermdglichung von
Kooperationen und die Férderung qualifizierter Arbeitskrafte fordert die Initiative Indiens
technologische Autonomie und globale Stellung in der Halbleiter- und Elektronikbranche.

Dies steht im Einklang mit Indiens Bestrebungen nach digitaler Exzellenz und wesentlichen
Beitragen zur globalen Halbleiterlandschatft.

Im Einklang mit der Vision der indischen Regierung widmet sich Uttar Pradesh, eine schnell
wachsende Wirtschaft, die etwa 9 % des nationalen BIP ausmacht, der Férderung des Halbleiter-
Okosystems innerhalb des Staates. Dieses Unterfangen soll den Ausbau der

Elektronikfertigung und Innovation beschleunigen Es steht im Einklang mit den

Ambitionen des Staates, eine 1-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu werden, und steht somit im
Einklang mit dem Ubergeordneten Ziel des ehrenwerten Premierministers, Indien zu einer 5-
Billionen-Dollar-Wirtschaft zu machen
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Vision und Ziel der Richtlinie

2.1 Vision

Uttar Pradesh als bevorzugtes Ziel fur die Halbleiterindustrie zu etablieren, indem eine weltweit
wettbewerbsfahige Infrastruktur und ein glinstiges politisches Umfeld fur die Entwicklung der Halbleiterfertigung
als wichtiger Wachstumsmotor fiir Uttar Pradesh durch den effektiven Einsatz qualifizierter Kréafte, die
Anpassung von Innovationen und neue Technologien bereitgestellt werden, die zu einer rundum nachhaltigen
Entwicklung filhren Okosystem und tragt so zum Gesamtwachstum der Wirtschaft des Staates und der

Nation bei.

2.2 Ziel der Richtlinie

Die Hauptziele der Uttar Pradesh Semiconductor Manufacturing Policy sind folgende:

« Aufbau eines robusten Okosystems fiir die Halbleiterfertigung in Uttar Pradesh, das bereit ist,
das Wirtschaftswachstum des Staates voranzutreiben, Innovationen zu férdern, erhebliche
Beschaftigungsmaoglichkeiten zu schaffen und Indiens Eigenstandigkeit in einem strategisch
wichtigen Bereich zu starken.

« Entwicklung einer hochmodernen Infrastruktur, die mit fortschrittlichen Design- und Testtools
ausgestattet ist und die Zusammenarbeit zwischen Startups erleichtert. Unternehmen und
Bildungseinrichtungen, um ihr maximales Potenzial auszuschodpfen.

« Aufbau eines unterstiitzenden Fabless-Okosystems innerhalb des Staates mit Schwerpunkt
zur gezielten Ausrichtung auf Chipdesign-Unternehmen und Start-ups.

» Aufbau starker Verbindungen zwischen Industrie und Wissenschaft
Forderung eines Pools qualifizierter Talente, der durch Lehrplanverbesserungen, regelméaRige
Aktualisierungen der Elektronikausbildung und die Durchfiihrung von Workshops zum
Kompetenzaufbau im Rahmen der staatlichen Kompetenzentwicklungsmission erreicht wird.

» Den Weg fiir ein Umfeld ebnen, das mittel- bis langfristig die Errichtung potenzieller
Fertigungseinheiten begiinstigt, und gleichzeitig den Schwerpunkt auf eine hohere
Wertschopfung bei Halbleiterdesign und Herstellungsprozessen legt.

3. Governance

3.1 Knotenagentur

UP Electronics Corporation Limited ist eine Knotenagentur der Abteilung

of IT& Electronic s, Govt. von Uttar Pradesh wird dafir verantwortlich sein

wirksame Umsetzung der Uttar Pradesh Semiconductor Policy 2024.

Die Agentur ist dafir verantwortlich, ein forderliches politisches Umfeld fiir das nachhaltige

Wachstum des Halbleiter-Okosystems im Staat zu schaffen. Es ist Miihle

als zentraler Ansprechpartner firr die Zusammenarbeit mit allen Okosystem-Stakeholdern

fungieren. Um den Single-Window-Betrieb zu verwalten, richtet Nodal Agency ein dediziertes Fenster ein
Die Projektmanagementeinheit (PMU) ist ausreichend mit ausgelagerten Fachkréften

und Beratern ausgestattet, um die Regierung zu unterstiitzen.
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3.2 Policy Implementation Unit (PIU)

Eine PIU unter dem Vorsitz des Hauptsekretars/zuséatzlichen Chefsekretars. Zur Uberwachung der Arbeit der
Hoda\ -Agentur wird eine Abteilung fiir IT und Elektronik eingerichtet . PIU ist fur die wirksame

Umsetzung der Richtlinie verantwortlich, einschlie3lich der Abgabe von Empfehlungen an den bevollméchtigten
Ausschuss. PIU ist dafur verantwortlich, die Investitionsvorschlage zu prifen und dem bevollméchtigten
Ausschuss zur erforderlichen Genehmigung zu empfehlen.

Dieses Komitee besteht aus Mitgliedern, die von ACS/PS aus der Abteilung flir industrielle Entwicklung, der
staatlichen Steuerabteilung, Stempel und Registrierung, IT und Elektronik ernannt werden. Finanzen,
Wohnungsbau, Arbeit und je nach Bedarf kénnen bei Bedarf Mitglieder anderer Abteilungen/
Industrieentwicklungsbehdrden usw. hinzugezogen werden.

3.3 Bevollméchtigtes Komitee {EC}

Zur Uberwachung der wirksamen Umsetzung der Richtlinie wird ein bevollmachtigter Ausschuss auf Landesebene
unter dem Vorsitz des Generalsekretérs eingesetzt. Die Satzung des Ausschusses soll sich auf die wirksame
Umsetzung der Politik und die abteilungsubergreifende Koordinierung im Hinblick auf die rechtzeitige Losung
von Anlegerproblemen auf allen Ebenen beziehen. Alle im Rahmen dieser Richtlinie beantragten Projekte
unterliegen der Genehmigung durch das ehrenwerte Kabinett auf Grundlage der Empfehlungen des
Empowered Committee.

Dieses Komitee besteht aus ACS/PS der Abteilungen fiir industrielle Entwicklung, staatliche Steuerabteilung,
IT und Elektronik, Finanzen, Planung und Kleinindustrie. Kommerzielle Steuer-, Energie-, Bewasserungs-,
Wohnungs- und Arbeitsabteilung und je nach Bedarf kdnnen bei Bedarf zusatzliche Generalsekretéare/
Hauptsekretare anderer Abteilungen/CEOs von Industrieentwicklungsbehdrden usw. hinzugezogen

werden.

Das im Rahmen der Richtlinie gebildete erméchtigte Komitee entscheidet iiber die Erweiterung/Anderung
der Richtlinie.

4. Umsetzung und Abdeckung der Richtlinien

4.1 Versicherungsdauer und Versicherungsschutz

Die UP-Semiconductor Policy 2024 ist ab dem Datum ihrer Bekanntgabe funf (5) Jahre gultig.
Die Police deckt das gesamte Bundesland ab. Die Anlage ist ab dem Datum der Bekanntgabe der Police
zulassig.

Unternehmen, die von dem Programm profitieren, missen sich verpflichten, ihnren kommerziellen
Produktionsbetrieb flir mindestens drei Jahre ab dem Startdatum der kommerziellen Produktion des gesamten

Projekts aufrechtzuerhalten, und sie missen eine entsprechende formelle Verpflichtung vorlegen.

4.2 Zulassungskriterien

Das Projekt, das im Rahmen eines der folgenden Programme der India Semiconductor Mission
(ISM) der indischen Regierung qualifiziert wurde, ist im Rahmen dieser Richtlinie forderfahig.
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4.1.1 Plan zur Errichtung von Halbleiterfabriken in Indien
4.1.2 Plan zur Einrichtung von Display Fabs in Indien

4.1.3 Plan fur die Einrichtung von Anlagen furr Verbindungshalbleiter/Silizium-Photonik-Sensoren und
Halbleitermontage, -priifung, -markierung und -verpackung (ATMP)/OSAT-Einrichtungen in Indien.

4.1.4 Jedes andere dhnliche System, das von der gedndert oder vorgeschlagen wird
Indische Regierung.

4.1.5 Projekte, die im Rahmen von Design Linked Incentives genehmigt wurden oder sich auf Fab-less-Aktivitaten beziehen,
sind im Rahmen dieser Richtlinie nicht forderféhig. Der Investor kann jedoch Vorteile gemaR der UP IT/ITeS-
Richtlinie 2022 beantragen und in Anspruch nehmen.

4.2 Zulassige Investition

4.2.1 Halbleiterfabriken: Die FiSCdl-Unterstiitzung als Prozentsatz der Projektkosten ist auf die Aktivitaten
beschrankt, die in Abschnitt 2.12 der vom Meity, Government of India, herausgegebenen Richtlinien
fur ein modifiziertes Schema zur Zerlegung von Halbleiterfabriken in Indien definiert sind 29. Mai 2023,
in der jeweils gultigen Fassung. (Glossar 8 (ii))

4.2.2 Display-Fabs: Die steuerliche Unterstiitzung als Prozentsatz der Projektkosten ist auf die Aktivitaten
beschrankt, die in Abschnitt 2.12 der Richtlinien fir ein modifiziertes Schema zur Einrichtung von

Display-Fabs in Indien von der Meity, Regierung von Indien, vom 29. Mai 2023 definiert sind von Zeit
zu Zeit geandert. (Glossar 6 (ii))

4.2.3 ATMP/OSAT: Die steuerliche Unterstiitzung als Prozentsatz der Investitionsausgaben muss begrenzt sein
zu den Aktivitaten, die in Abschnitt 2.1 1 der Richtlinien fir ein modifiziertes Programm zur Einrichtung

von ATMP/OSAT-Einrichtungen in Indien der indischen Regierung Meity vom 30. Juni 2023 in der jeweils
glltigen Fassung definiert sind. (Glossar 8 (iii))

Terms & amp; Bedingungen

Diese Richtlinie kann nicht mit anderen Richtlinien/Programmen im Staat verzahnt werden. Allerdings ist

eine Verzahnung mit den Planen/Richtlinien der indischen Regierung zuldssig. Alle in dieser Richtlinie
genannten Anreize kdnnen zusatzlich zu den Anreizen in Anspruch genommen werden, die im Rahmen aller
Programme/Richtlinien der indischen Regierung verfiigbar sind. Von der Regierung angebotene Anreize/
Subventionen unterliegen einer Gesamtobergrenze von 100 % der gesamten férderfahigen Projektkosten, die
von der indischen Regierung genehmigt wurden.

Kapitalaufwendungen oder Investitionen, die bereits in den Projektkosten des vorgeschlagenen Projekts im
Rahmen des geénderten Plans zur Errichtung verschiedener halbleiterbezogener Anlagen berticksichtigt

sind. einschlie3lich Halbleiter-Registerkarten. Display-Fabs, Verbundhalbleiter/Silizium-
Photonik-Sensoren-Fabrik, Halbleitermontage, -priifung, -marmorieren und -verpackung (ATMP). OSAT-
Einrichtungen und &hnliche Regierungsprogramme werden gemaf den Mitteilungen CG-DL-E-04 102022-239339
vom 04. geandert oder vorgeschlagen.

10.2022, CG-DL-E-06102022-239340

vom 04.10.2022 und CG-DL-E-10062023-246449 vom 09.06.2023 haben nur Anspruch auf Kapitalzuschisse
und nicht auf andere in der Police aufgefiihrte Leistungen.
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4. Genehmigung und Auszahlung

4.1 Genehmigungsprozess:

Es wurden Vorschlage fiir Initiativen eingereicht, die Halbleiter-Hab, Display- Herstellung und Verbindungshalbleiter

umfassen. Siliziumphotonik (SiPh), Sensoren (einschlieBlich MEMS) Fab. Discrete Semiconductors Fab und Semiconductor
Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility in Indien,
die von der indischen Regierung der India Semiconductor Mission (ISM) unterstutzt wurden und werden die im

Bundesstaat Uttar Pradesh verfolgt werden, werden dem Hon'ble State Cabinet zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung
des Hon'ble State Cabinet erfolgt auf der Grundlage der Empfehlungen des Empowered Committee.

¢ Genehmigungsprozess mit GoUP: Die Vorschlage, die von der India Semiconductor Mission der indischen
Regierung gebilligt wurden. und der Versuch, Halbleiteranlagen (wie in 4.2.1, 4.2.8 und 4.2.3 definiert) in Uttar

Pradesh einzurichten, erhalten LOC unter der Bedingung, dass der genehmigte Anreiz 100 % des gesamten forderfahigen
Projekts nicht Gberschreitet Die vom ISM genehmigten Kosten und die ausgestellte LoC werden erst nach Genehmigung des
Vorschlags durch die indische Regierung wirksam.

* Der Antragsteller muss sich gleichzeitig im Rahmen der UP-Semiconductor Policy 2024 bewerben
wahrend der Einreichung von Vorschlagen bei der India Semiconductor Mission

4.2 Auszahlung des Zuschusses

Der Kapitalanreiz, der zusatzlich zu dem von der indischen Regierung bereitgestellten Anreiz gilt. wird
erst ausgezahlt, wenn die indische Regierung ihren Anteil an den Investor freigibt, und die Auszahlung
erfolgt im Pari-Passu-Modus.

Alle anderen steuerlichen Anreize. Abgesehen von der Kapitalsubvention sind bei Beginn der kommerziellen Produktion auch
eine Ruckerstattung der Grundstiickskosten sowie die in der Police vorgesehene Befreiung von der Stempelsteuer und den
Registrierungsgebuhren férderféahig.

6 Anreize

Die im Rahmen dieser Richtlinie angebotenen finanziellen Anreize gehen tber die Anreize der indischen Regierung hinaus. Von
einer Einheit jedoch geltend gemachte Anreize aus allen Quellen, einschlieBlich der von der indischen Regierung gewahrten
Anreize, sofern in der Richtlinie nichts anderes angegeben ist. darf nicht mehr als 100 % der férderfahigen Projektkosten
betragen (wie in Abschnitt 4.3 dieser Richtlinie definiert).

6.1 Steuerliche Anreize

6.1.1 Kapitalzuschuss: 50 Jahre des von der indischen Regierung genehmigten Kapitalzuschusses. Diese Leistung wird geman
den von der indischen Regierung im Pari-Passu-Modus bereitgestellten Leistungen ausgezahit.

6.1.2 Zinssubsidiar: Ein Zinszuschuss von 5 % pro Jahr (auf den Zinssatz) fur Einheiten mit einer Investition von bis zu 200 Cr
INR auf das von zugelassenen Banken/Finanzinstituten erhaltene Darlehen wird bis zu einem Hochstbetrag von 1 Cr

INR erstattet pro Jahr und Einheit fir 7 Jahre (maximal INR 7 Cr pro Einheit)
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D. Der Zuschuss wird in Raten von 50 % bei Genehmigung des Projekts, die ndchsten 25 % nach 3 Jahren
der Genehmigung und die letzten 25 % bei Erreichen der zugesagten Ergebnisse in 5 Jahren gewéhrt.

6.1.1 Kompetenzzentrum (CoE):

Die Politik sieht vor, eine erstklassige Infrastruktur in Form eines Centre of Excellence (CoE) zu schaffen, um
Forschung und Innovation im Halbleitersektor zu férdern. Die Richtlinie zielt darauf ab, in Zusammenarbeit mit
renommierten akademischen Institutionen und/oder Branchenverbanden/Industrieverb&nden oder anderen staatlichen/
privaten Einrichtungen ein Kompetenzzentrum einzurichten. Bis zu 505 % der Gesamtkosten des CoE-Projekts
(maximal 10 Cr.) werden von der Regierung von UP getragen

Das Unternehmen muss nur eine Option aus den Abséatzen 6.1.9 oder 6.1.10 in Betracht ziehen, namlich entweder, dass es Zuschiisse

fur die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums oder eines Exzellenzzentrums in Anspruch nehmen kann

6.1.2 Rickerstattung der Patentregistrierungsgebuhren: .

Patentregistrierungsgebiihren werden (einmalig) in Hohe von 759 der Kosten erstattet, vorbehaltlich eines
Hochstbetrags von 10 Lakh Rupien fir den Erwerb inlandischer Patente und eines Héchstbetrags von 20 Lakh Rupien
fur den Erwerb eines internationalen Patents in einer Rate.

6.1.3 Industriewohnungen:

10 Prozent der Kosten fiir die Entwicklung von Arbeiterunterkiinften/Wohnheimen und zugehdrigen
Gemeinschaftseinrichtungen in einem Umkreis von 10 km um das Gelénde der Einheit oder INR 10 crore, je nachdem,
welcher Betrag niedriger ist, werden in 7 gleichen Jahresraten gezahlt.

6.2 Nichtsteuerliche Anreize

6.2.1 Missionskritische Infrastruktur: Die Halbleiterindustrie des Staates wird gemafl dem Essential Services and
Maintenance Act (ESMA) als Anbieter wesentlicher Dienste eingestuft.

6.2.2 Wasserversorgung: Landesregierung. wird die Wasserversorgung der Halbleitereinheiten an ihrem Projektstandort
sicherstellen.

6.2.3 Es ist der Einheit gestattet, Uber offenen Zugang Strom zu beziehen.

6.2.4 Der Einheit wird Strom fur erneuerbare/griine Energie zur Verfiigung gestellt. Die Regelung erfolgt gemaR den

ERC-Richtlinien der Electricity Regulatory Commission des Staates.
6.2.5

6.2.6 Die Regierung sorgt fiir ausreichende Redundanz im Stromnetz, um eine zuverlassige Stromversorgung fiir den
reibungslosen Betrieb von FAB-Projekten zu gewéhrleisten.

6.2.6 Storungsfreie Bereitstellung: Um eine gesicherte Geschéaftskontinuitat zu gewahrleisten. Sobald der Entwickler
die Investition abgeschlossen und eine Abschlussbescheinigung von der jeweiligen Behdrde erhalten und die
gesamte Miete vollstéandig bezahlt hat, ist die Zustimmung des 8. Boards der Behérde eine Voraussetzung fir

die Aufhebung des Mietvertrags im Falle eines VerstolRes dieser Halbleitereinheiten gegen die Behdrde Normen/
Satzungen.
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6.2.7 Dreischichtbetrieb: Halbleiterbetriebe dirfen rund um die Uhr arbeiten und in allen drei Schichten
Frauen beschaftigen, vorausgesetzt, dass die Betriebe die erforderlichen Vorkehrungen im Hinblick
auf die Sicherheit weiblicher Mitarbeiter treffen.

6.2.8 Selbstzertifizierungen: Halbleitereinheiten sind gemal den folgenden Gesetzen und darin
festgelegten Regeln von Inspektionen ausgenommen, mit Ausnahme von Inspektionen, die auf
einer spezifischen Beschwerde beruhen. Diese Einheiten dirfen Selbstauskiinfte in den
vorgeschriebenen Formaten einreichen:

« Das Fabrikgesetz, « Das

Mutterschaftsgeldgesetz, « Das

Gesetz Uber Geschéfte und Betriebe

» Das Gesetz Uber Vertragsarbeit (Regulierung und Abschaffung), «
Das Gesetz Uber die Zahlung von

Léhnen, « Das Gesetz Uiber Mindestléhne
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7. Bewerbungsprozess

Nivesh Mitra, das Single-Window-Portal von Uttar Pradesh (https://niveshmifra.up.nic.in/), ist eine All-in-one-
Online-Plattform, die Geschéaftsprozesse vereinfacht. Es ermdglicht Online-Bewerbungen, das

Hochladen von Dokumenten, Gebihrenzahlungen, Live-Statusverfolgung und digital signierte NOCs. Es
kiimmert sich um die Ausstellung wesentlicher Genehmigungen, Lizenzen, LOCs und NOCs fiir die

Vorgriindung, den Vorbetrieb, Erneuerungen und zusatzliche Zertifikate, die fir die Griindung und Fiihrung
von Unternehmen im Bundesstaat Uttar Pradesh erforderlich sind.

Bewerber miissen ihre Vorschlage tber das Nivesh Mitra-Portal einreichen, das sie dann zum Online-
Incentive-Management-System weiterleitet. Hier missten sie wesentliche Angebotsdetails und Dokumente im
Zusammenhang mit dem Projekt einreichen, um eine Patronatserklarung (LOC) von der Abteilung fur IT und
Elektronik im Rahmen der UP-Semiconductor Policy 2024 zu beantragen.

Register Yourself on the Nivesh Sarthi

Portal
- ———— sttt = |
e i wsnnd § P
[
Select Policy to apply for LOC. Investor Complete the Common Application
is redirected to application portal Form
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8. Glossar

Halbleiterfertigung: Der Prozess der Herstellung von Halbleiterbauelementen, die in
verschiedenen elektronischen Produkten verwendet werden.

ich. Zulassige Kapitalinvestitionen fir die Einrichtung von Halbleiter- und Display-Fabriken:
Wie in Abschnitt 2.12 der Richtlinien fir das modifizierte Schema zur Errichtung von
Halbleiter-Fabrik (Mitteilungsnummer CG-DL-E-06102022-239339) und den

Richtlinien fiir das modifizierte Schema zur Errichtung von beschrieben Display Fab

(Benachrichtigungsnummer CG-DL-E-06102022-239340I Datei-Nr.
W-38/21/2022/PHW vom 29.05.2022

Die Projektkosten umfassen Kapitalaufwendungen/Investitionen

» Grundstiicke, Gebaude, Anlagen, Maschinen, Reinraume, Ausristung. und zugehérige
Versorgungseinrichtungen

* Forschung und Entwicklung, Technologietransfer

» Andere relevante Kosten wie z. B. Zinsen wahrend des Baus und
Versicherungskosten

iii. Zulassige Kapitalinvestitionen fur die Einrichtung von Verbindungshalbleitern/Silizium-
Photonik/Sensoren-Fabrik/Diskrete Halbleiter-Fabrik und Halbleiter-ATMP und OSAT:
Wie in Abschnitt 2.1 1 der Richtlinien fir das modifizierte Schema fir die

Einrichtung von Verbindungshalbleitern/Silizium-Photonik/Sensoren-Fad/

Diskrete beschrieben Semiconductors Fab und Semiconductor Assembly,

Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test
(OSAT)-Einrichtungen in Indien (im Folgenden als ,Plan” bezeichnet) wurden mit

der Mitteilung Nr. CG-OL-E- 06102022- benachrichtigt. 239341 vom 04.10.2022 in der
geanderten Fassung, siehe Mitteilung Nr. CG-DL-E- 100620Z3-

246449 vom 09.06.2023, Aktenzeichen W-38/2 1/2022/IPHW vom
30.06.2023

« Kapitalaufwendungen/Investitionen fiir Gebaude, Anlagen und Maschinen.
Sauber

» Raume, Ausristung und zugehérige Versorgungseinrichtungen

* Kapitalausgaben/Investitionen fur Forschung und
Entwicklung( (F&E)

« Kapitalaufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Technologietransfer
(ToT)-Vereinbarungen
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« Die Ausgaben fur Grundstiicke, die fir das Projekt/die Einheit erforderlich sind, werden nicht
bei der Berechnung der anrechenbaren Kapitalaufwendungen/Investitionen im Rahmen
des Programms bertcksichtigt.
India Semiconductor Mission (ISM): Indian Semiconductor Mission iv.
(ISM) innerhalb der Digital India Corporation, Ministerium fur Elektronik und
Informationstechnologie (MeitY), ist die indische Regierung die Knotenstelle fir die Umsetzung des
Programms/modifizierten Programms fiir die Entwicklung des Okosystems fiir die
Halbleiter- und Displayherstellung.

In. Nodal Agency: Die wichtigste Regierungsorganisation, die fur die Uberwachung zustandig
ist
Umsetzung der Halbleiterpolitik in Uttar Pradesh.

vi. Policy Implementation Unit (PIU): Eine spezialisierte Einheit unter dem Vorsitz des
Hauptsekretars/zusatzlichen Generalsekretars; Abteilung fur IT und Elektronik,
verantwortlich fir die Uberwachung der Arbeit der Nodal Agency.

vii. Bevollméchtigtes Komitee (EC): Ein Komitee auf Staatsebene unter dem Vorsitz des
Generalsekretars, das fir die Uberwachung der Umsetzung der Richtlinien und die
abteilungstibergreifende Koordinierung verantwortlich ist.

viii. Das geéanderte Schema fur Halbleiterfabriken in Indien wurde am 4. Oktober 2022 vom
Ministerium fur Elektronik und Informationstechnologie (Meit YN) unter der Gazette-
Benachrichtigungsnummer CG-DL-E-04102022-239339 bekannt gegeben.

Das modifizierte Programm sieht eine finanzielle Unterstlitzung der SOA fir die Projektkosten flr
die Errichtung von Halbleiterfabriken in Indien vor. Die Projektkosten umfassen die Kosten fir
Grundstiicke, Gebaude, Anlagen, Maschinen, Ausriistung und zugehdrige Versorgungsleistungen.
Die finanzielle Unterstitzung wird pari-passu nach Genehmigung des Antrags gewabhrt,
vorbehaltlich der in den Programmrichtlinien und im Genehmigungsschreiben

festgelegten Bedingungen.

ix. Das gednderte Schema fir Display-Fabriken in Indien wurde am 4. Oktober 2022 vom
Ministerium fur Elektronik und Informationstechnologie (Meit Y) unter der Gazette-
Benachrichtigungsnummer CG-DL-E-04102022-239340 gemeldet. Das modifizierte Programm
sieht eine finanzielle Unterstiitzung in Hohe von 50 g der Projektkosten fur die Errichtung

von Display-Fabriken in Indien vor. Die Projektkosten umfassen (die Kosten fir Grundstiicke,
Gebéaude, Anlagen, Maschinen, Ausristung und damit verbundene Kosten).
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Dienstprogramme. Die finanzielle Unterstiitzung wird pari-passu nach Genehmigung des Antrags
gewahrt, vorbehaltlich der in den Programmrichtlinien und im Genehmigungsschreiben festgelegten
Bedingungen.

X. Das geanderte Schema fir Verbindungshalbleiter und ATMP-Anlagen in Indien wurde am 4.
Oktober 2022 vom Ministerium fur Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) unter der
Gazette Notification Number CG DL-E-06102022-239341 gemeldet. Das geanderte

Programm flr Verbindungshalbleiter- und ATMP-Anlagen in Indien sah eine finanzielle
Unterstitzung in Hohe von 50 Prozent der Investitionsausgaben fir den Aufbau von
Verbindungshalbleitern/Siliziumphotonik/Sensoren/Fabrik fur diskrete Halbleiter und
Halbleitermontage, -prufung, -markierung und -verpackung (ATMPJ/ausgelagerte Halbleiter)
vor Montage- und Testeinrichtungen (OSAT) in Indien.

Verbundhalbleiter: Halbleitermaterialien, die aus zwei oder mehr Elementen verschiedener
Gruppen im Periodensystem bestehen.
Display-Herstellung: Der Prozess der Herstellung von Displays fir die Elektronik

Gerate.

Fabless-Okosystem: Ein Okosystem, das sich auf das Design und die Entwicklung von
Halbleiterchips ohne eigene Fertigungsanlagen konzentriert.

Patronatserklarung tLoC}: Ein Finanzinstrument, mit dem einer Partei die Zusicherung gegeben wird,
dass der Emittent seinen Verpflichtungen nachkommen wird.

xv. Pari Passu: Die anteilige Zahlung der Nodal Agency wird freigegeben, nachdem der
entsprechende Anteil vom Antragsteller/Projektunternehmen zusammen mit anderen mobilisiert
wurde

xvi. Nichtstérungsklausel: Eine Klausel, die die Geschéaftskontinuitat gewahrleistet, indem sie die

Genehmigung des Vorstands fir die Kiindigung von Mietvertragen aufgrund von Richtlinienverstéen erfordert.

xvii. Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility: Eine Einrichtung, die Halbleiter-
Packaging- und Testdienstleistungen anbietet.

xviii. Halbleiterfertigung (FAB): Der Prozess der Herstellung von

Halbleiterbauelementen. auch als Halbleiterfertigung bekannt.
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xix. Halbleiterphotonik: Der Zweig der Halbleitertechnologie, der sich mit der Nutzung von Photonen
(Lichtteilchen) zur Informationsverarbeitung und -lUbertragung befasst.

xX. Sonderwirtschaftszone (SEZ): Ein ausgewiesener Bereich, in dem sich die Geschéfts- und
Handelsgesetze vom Rest des Landes unterscheiden, um Investitionen anzuziehen und Exporte zu férdern.

XXi-Kapitalzuschuss: Von der Regierung bereitgestellte finanzielle Unterstlitzung zur Reduzierung der
Kapitalkosten, die bei Halbleiterfertigungsprojekten anfallen.

xxii Stempelsteuer: Eine Steuer, die auf juristische Dokumente erhoben wird, insbesondere solche im Zusammenhang mit dem

Kauf oder der Pacht von Grundstiicken.

xxiii. Stromsubvention: Ein finanzieller Anreiz, der die Stromkosten fir Halbleiterfertigungseinheiten
senkt.

xxiv. Stromsteuer: Eine Steuer auf den Stromverbrauch.
xxv. Dual Power Grid Network: Eine redundante Stromversorgungsinfrastruktur, um eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung fir Halbleiterfabriken sicherzustellen.

xxvi. Ubertragungs- und Transportgebiihren: Kosten im Zusammenhang mit der Ubertragung und Verteilung
von Elektrizitat.

xxvii. Gesetz Uber wesentliche Dienstleistungen und Wartung fESMA7: Rechtsvorschriften, die als bestimmte
gelten

Industrien oder Dienstleistungen als wesentlich einzustufen und deren unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen.

XXViii. Open Access: Die Moglichkeit fir Einheiten, Strom direkt vom Netz oder von anderen Anbietern zu
beziehen.

xXix. Power Banking: Die Mdéglichkeit, Uberschiissige erneuerbare Energie zu speichern und bei Bedarf zu
nutzen.

xxX. Einzelfallbasis: Entscheidungen, die individuell auf der Grundlage spezifischer Umstande
getroffen werden.

xxxi. Selbstzertifizierung: Der Prozess, mit dem Einheiten die Einhaltung bestimmter Arbeitsgesetze

erklaren kdnnen, ohne dass externe Inspektionen erforderlich sind.
xxxii. Bank/Finanzinstitute: Alle aufgefihrten Banken werden beriicksichtigt. Berticksichtigt werden

alle Finanzinstitute, die von der Reserve Bank of India reguliert und zugelassen sind.
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9. Abklrzungen

Al — Kinstliche Intelligenz

* ATMP — Montage, Prifung, Kennzeichnung und Verpackung
« EC — Bevollmachtigter Ausschuss

* EMC — Cluster fur Elektronikfertigung

« ESDM - Electronic Systems Design 8 Manufacturing

« FCI — Anlageinvestitionen

* GOI — Regierung Indiens

* loT — Internet der Dinge

« IT — Informationstechnologie

* ISM — India Semiconductor Mission

* MeitY — Ministerium fir Elektronik und Informationstechnologie
* OSAT - Outsourced Assembly g Test

* PIU — Projektimplementierungseinheit

* PMU - Projektmanagementeinheit

* SWZ — Sonderwirtschaftszone

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Dieses Dokument ,Uttar Pradesh Semiconductor Policy 2024
wurde aus dem Original-Hindi Gbersetzt, um nicht-Hindi-Benutzern die Arbeit zu erleichtern und
eine groRere Reichweite zu erreichen. Obwohl groRte Sorgfalt darauf verwendet
wurde, die Richtigkeit der Ubersetzung sicherzustellen, ist im Falle von Unterschieden in der
Interpretation der hierin enthaltenen Bestimmungen die ,originale“
verodffentlichte Hindi-Version maf3gebend.



